
证券代码：688233                               证券简称：神工股份 

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 

编号：2025-006 

投资者关系

活动类别 

□特定对象调研        √分析师会议  

□媒体采访            □业绩说明会  

□新闻发布会          □路演活动  

□现场参观            □一对一沟通  

√其他  （电话会议） 

参与单位

及人员 

申万宏源证券 华安证券 中信建投基金 西藏信托 恒泰证券 九泰基金 衍航投资 

招商信诺 长盛基金 天榕基金 浩鸿明凯投资 银杏资本 华夏基金 紫薇基金 长信

基金 光大保德信  

时间 2025年 6月 13日 

地点 北京金融街威斯汀酒店及线上会议 

接待人员 董事会秘书兼财务总监常亮先生 

投资者关

系活动主

要内容介

绍 

一、公司业绩有哪些结构性变化 

管理层较为关注2024年度业绩的如下结构性变化，这些变化趋势在2025年仍

然持续： 

第一，公司主力业务大直径硅材料的毛利率已经恢复到约64个点，继续保持

着领先的盈利能力； 

第二，公司成长型业务硅零部件占公司总营收的比重，已经达到了约40%，公

司第二增长曲线已经确立，业绩稳定性增强； 

第三，公司的境内业务收入占主营收入的比重，已经达到了约70%，公司在中

国半导体供应链国产化中取得了显著成绩。 

 

二、硅零部件业务的市场空间 

根据神工市场部调研，目前，中国大陆本土厂商的硅零部件市场需求约为25-

30亿人民币/年，国产化率仅为10%左右；全球硅零部件市场需求约为15-20亿美元



/年。 

关于中国大陆市场。未来随着中国本土存储类集成电路制造厂商的产能和技

术能力赶超世界一流水平，相应带动中国本土等离子刻蚀设备厂商的国产机台出

货持续增加，并带动硅零部件作为关键耗材的需求；此外，随着中国本土近年集

中新建的集成电路制造产线工艺日益稳定、工程师队伍日益成熟，其现存海外高

端机台未来的硅零部件技改需求也会持续增加。 

关于全球市场。随着全球科技巨头对算力相关高端存储芯片的持续巨额投

资，在技术上要求更多的刻蚀次数和更大的产能，相应带动硅零部件的消耗及刻

蚀设备的出货量增加。 

因此，公司认为硅零部件市场的中长期需求增长可期。 

 

三、半导体大尺寸硅片业务经营策略和市场预期 

公司将继续争取获得主流芯片制造厂的认证通过及批量订单，延续去年行之

有效的降本增效措施，不懈追求评估认证和经济效益的最佳平衡。公司还将积极

发挥技术优势，深挖定制化潜力，拓展细分利基市场，形成差异化优势。 

公司注意到：一方面，SEMI数据显示全球半导体硅片出货量在2024年第三季

度恢复环比增长，但从第四季度开始环比增长幅度已连续两个季度持续下滑。公

司认为，这反映了全球半导体产业的结构性增长。另一方面，根据中国本土半导

体硅片行业上市公司的公开信息，由于起步晚、技术积累有限，且受累于低迷的

市场价格和较大的折旧压力，全行业经营压力普遍较大。 

公司还注意到：在不利的市场环境下，半导体硅片产业也在因时而变。在8吋

轻掺抛光硅片领域，具备全球竞争优势和寡头垄断地位的日本厂商，正在将更多

产能调配至12吋轻掺抛光硅片，以在不额外增加资本开支的前提下，改善其盈利

能力。 

考虑到中国本土8吋轻掺硅片的潜在市场需求仍然存在增长，公司作为国内少

数具备8吋轻掺抛光硅片技术和生产能力的企业，有望在行业供求关系的变动中，

发挥自身独特技术优势，优化变动成本，改善竞争地位。 

 

四、硅零部件业务的特点及进入壁垒 



硅零部件是与硅片直接接触的刻蚀机核心工艺零部件。因此，其与金属结构

件、陶瓷件等产品的技术难度不同，且具备更明显的“耗材”属性。 

公司作为“从硅材料到硅零部件”一体化生产厂商，能够从材料和加工两个

维度进行技术迭代，因此能够得到中国本土等离子刻蚀设备厂商的青睐，成为其

重要合作伙伴；另一方面，公司凭借领先的技术实力，在国产半导体供应链中发

挥了独特作用，具备一定先发优势。 

 

五、硅零部件业务的盈利水平和扩产进度 

宏观层面分析，根据产品生命周期理论，硅零部件产品在国际供应链处于

“成熟期”；而在中国本土市场，该产品仍处于国产化进程中，属于“导入期”

产品。公司作为少数具备“从硅材料到硅零部件”一体化生产能力的厂商，在硅

零部件业务已深耕近十年，在中国本土半导体供应链安全建设中已经发挥了独特

作用，因此率先将硅零部件业务从“导入期”发展至“成长期”，毛利率水平较

高。 

微观层面分析，硅零部件产品具有“品种多、批量小”的特点，具体产品消

耗量依集成电路制造厂商的等离子刻蚀机种类、腔体结构、数量和具体制造工艺

所决定，尺寸越大，设计要求越复杂的产品，对加工能力要求越高，毛利率相对

越高。公司的产品线品类丰富，可以充分满足8吋和12吋主流等离子刻蚀机所需，

因此战略上选择其中技术难度相对较大、国产化需求较紧迫、毛利率相对较高的

硅零部件品类，因此毛利率水平较高。 

关于硅零部件业务的扩产，公司认为需要考虑三个层面，即土地、设备和人

员。土地方面，公司生产基地的设计产能较高，已于过去几年前瞻性预留厂房面

积，因此空间充裕；设备方面，公司得到了下游供应商的长期稳健支持，交期、

技术服务和响应速度都较为理想；人员方面，公司地处辽宁锦州，该地是中国最

早的石英加工生产基地，还具备较为坚实的硅材料产业基础，拥有较为丰富的精

通脆性材料加工工艺的产业工人资源。 

公司认为：生产要素的整备是基础条件，“人机结合”更为关键，乃是一项

系统工程。经过过去数年的连续扩产，该业务目前对公司的管理效率提出了更高

要求乃至挑战。扩产的质量和扩产的速度需要保持最佳平衡，才能保障公司持续



健康发展。 

因此，公司将以下游客户订单为基础扩大产能，努力确保目前行业领先的良

率及毛利率水平，继续保持以高端产品为主的销售结构，满足中国本土硅零部件

国产化的需求。 

 

六、半导体材料及零部件企业的外延式发展路径 

当前，中国半导体本土供应链建设进入“深水区”，零部件领域特别是上游

材料领域的“硬骨头”已经水落石出，“卡脖子”风险凸显，本土集成电路制造

厂和设备原厂的需求日益迫切。 

公司认为，迫切需求的背后是客户的超高预期：这些“硬骨头”处于关键工

艺节点，对供应商对技术原理的理解和工艺积累的要求极高。一旦出现风险事

件，客户方发生的损失巨大。因此，此类外延式发展对公司的研发能力和管理整

合能力提出更高要求——“拿来主义”不可取，“跨界拼盘”风险大。 

管理层将基于自身在半导体硬脆材料领域的技术和经验积累，结合海外市场

的资源和信息优势，通过拓展多种渠道和合作伙伴，巩固并扩展能力圈，积极稳

妥地推动公司高质量发展。 

附件清单 无 

日期 2025年 6月 17日 

 


